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Leichtes Loten mit (Heil3-)Luft

Wenn man sich mit dem Verarbeiten von SMD-Bauteilen beschaftigt, kommt man um alternative Lotwerkzeuge zum Re-
flowloten nicht herum. Es muss aber nicht gleich ein Reflow-Ofen sein. Die meisten Lotarbeiten sind auch mit einer ge-
eigneten HeiBluftstation zu bewaltigen. Die neue ELV HLS-1300 hilt hier einige Innovationen bereit, die die Arbeit deut-
lich erleichtern. Neben der Vorstellung der Station wenden wir uns auch der Praxis des HeiBluftlotens zu.

Mit Touchscreen und Sensor
Elektronikentwickler haben - auch wenn ihre Aufga-
ben immer komplexer werden - heute eine Unzahl an
Mdéglichkeiten zur Verfiigung, ihre Projekte ganz nach
Wunsch zu verwirklichen, getreu dem Motto: ,Es gibt
nichts, was es nicht gibt, und was es noch nicht gibt,
erfinden wir.”

Eine solche Lust, Moglichkeiten auszureizen, sieht
man der ELV HeiBluft-Lot-/Entlotstation HLS-1300
(Bild 1) an. Tasten sind Bauteile, die im harten téag-
lichen Betrieb verschleiRen konnen - warum also
heutzutage nicht einen Touchscreen nehmen? Un-
falle, Schaden und unnétigen Stromverbrauch durch
das abgelegte HeiRluftgerdt vermeiden? Ja klar, wir
bauen einen Sensor ein, der das regelt. Schnell ein
anderes Programm einstellen? Kein Problem, wir set-
zen eine Fernsteuerung ins HeiBluftgerdt ein.

Zugegeben, fiir einen gestandenen Elektroniker
keine grolRen Aufgaben, aber man muss es halt ma-
chen. Und die Entwickler der HLS-1300 haben all das
realisiert, was die mitunter stressige Lotarbeit an
SMD-Bauteilen erleichtert.
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Bild 1: Die Heifluft-Lotstation HLS-1300 wird mit umfangreichem Zubehdr geliefert.



Betrachten wir die Station einmal ndher. Wirft man einen Blick auf
die Features und technischen Daten, fallen zunachst die hohe Heiz-
leistung mit 1300 W und das enorm schnelle Aufheizen ins Auge. Kei-
ne 15 s vergehen, bis die maximal mdgliche HeilRluft-Temperatur von
500 °C erreicht ist. Der Luftstrom ldsst sich bis zu einem Luftvolumen
von 12 |/min stufenlos einstellen. Insgesamt ist die Station so auch
fiir komplizierte Aufgaben, etwa Auf- oder Entloten auf/von groReren
Kihlflachen, ausreichend dimensioniert.

Die Regelgenauigkeit betrdgt +3 °C, und eine Kalibrierungsmog-
lichkeit mit einem Einstellbereich von +99 °C ldsst eine punktgenaue
Anpassung an die Anforderungen spezieller Bauteile (gerade bei Halb-
leitern lohnt hier ein Blick ins jeweilige Datenblatt) zu. Neben der je-
weils maximalen Temperatur ist hier auch die maximale Einwirkzeit auf-
gefiihrt.

Die Station ist ESD-sicher ausgefiihrt und schiitzt so sicher vor elek-
trostatischen Entladungen und Potentialdifferenzen.

Herkommliche Bedienelemente sucht man vergebens, es findet sich
lediglich der Netzschalter auf der Riickseite. Ansonsten erfolgt die ge-
samte Bedienung {iber einen mehrfarbigen (invertiert mit schwarzem
Hintergrund, weilRer und blauer Schrift bzw. Symbolik) Touchscreen mit
einer Diagonale von 80 mm. Das Display ist durch die Wahl der inver-
tierten Darstellung sehr gut unter allen Umstdnden ablesbar, im Ruhe-
zustand ist es leicht gedimmt.

Schaltet man das Gerdt ein und das HeiBluftgerdt steht ordnungs-
gemdl in seiner Tischhalterung (Bild 2), zeigt der Bildschirm zundchst
keine Daten an, das Gerdt befindet sich im Stand-by-Modus. Erst wenn
man das Heil3luftgerdt abnimmt, erscheinen die aktuellen Daten und die
Bedienflichen (Bild 3). Hier werden der Heizprozess, die Soll- und Ist-
Temperatur, die Luftstromstédrke (200 Einstellschritte), ein eventuell
eingestellter Kalibrierfaktor und der jeweils gewdhlte Parameterspei-
cher angezeigt. Die jederzeit einstellbare Grundeinstellung ist CHO,
liber die Taste am HeilRluftgerdt (Bild 4) lassen sich drei weitere, frei
programmierbare Parameterspeicher anwdhlen, die bereits ab Werk mit
praxisgerechten Voreinstellungen programmiert sind.

Unten befinden sich die Bedienfldchen fiir die Einstellung von Tempe-
ratur, Luftfluss und Sonderfunktionen wie die Kalibriereinstellung und
die Parameterspeicher.

Anzeige HeiRluft-Temperatur (Soll/Ist)

Anzeige
Luftstrom Anzeige
(0-200) Kalibrier-
faktor
Anzeige
Kanal

Einstelltasten
Luftstrom und
Sonderfunktionen

Einstelltasten
Temperatur

Bild 3: Das inverse Display ist sehr qut abzulesen und bietet eine hervorragende Ubersicht.
Unten befinden sich die Beriihrungstasten des Touchscreens.
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Bild 2: Ein integrierter Sensor sorgt dafiir,
dass die Station beim Abstellen des Heif3-
luftgerdts automatisch in den Stand-by-
Zustand geht.

Solange das HeiRluftgerdt nicht in seiner Tisch-
halterung steckt, wird die Steuerung aktiv und stellt
die gewiinschten Parameter Temperatur und Luft-
fluss automatisch und sehr schnell ein. Man kann das
HeiRluftgerdt zwischenzeitlich in der unteren Ablage
des Tischhalters ablegen, sofern dafiir gesorgt wird,
dass in der Umgebung nichts durch den heiRen Luft-
strom beschadigt werden kann. Dabei kann das Gerdt
durch ca. 3 s langes Driicken der Taste am Hei3luft-
gerdt in den Stand-by-Zustand versetzt werden, ein
erneutes kurzes Driicken der Taste schaltet es wieder
in den aktiven Zustand.

Der Regelfall sollte aber immer das aufrechte Ab-
stellen im Tischhalter sein. Denn dies ist die absolut
sichere Variante - man kann das Abschalten nicht
vergessen. Hier wird durch einen Sensor im Heil3-
luftgerdt die Heizung sofort abgeschaltet, und der
Luftstrom kiihlt nun das Gerdt ab, bis auch er sich
automatisch abschaltet. Angesichts dessen, dass tat-
sdchlich nur wenige Sekunden bis zum vollstandigen
Aufheizen auf Solltemperatur vergehen, sollte man
aus Sicherheitsgriinden immer diese Ablagevarian-
te wahlen, die die Steuerung sofort in den Stand-
by-Zustand versetzt. Das aktive Kiihlen erfolgt mit
maximalem Luftstrom, bis sich das Heilluftgerdt auf
unter 100 °C abgekiihlt hat, danach wird das Gerdt
weiter bis auf Umgebungstemperatur abgekiihlt. Der
Kiihlprozess und der folgende Stand-by-Modus wer-
den durch Symbole im Display angezeigt.

Bild 4: Mit der Taste am HeifSluftgerdt wdhlt man die einzelnen
Speicher an.
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Solider Aufbau = hohe Lebensdauer
Dass das Gerdt sich auch fiir den harten Alltag in Gewerbe und Indus-
trie eignet, zeigt der sichere und solide Aufbau.

Das Steuergerdt steht mit 2,5 kg Gewicht und rutschhemmen-
den GummifiiBen sicher auf dem Tisch. Das Gerdt ist ESD-sicher und
mit einer Potentialausgleichsbuchse versehen (Bild 5). Auch eine

ELV HLs-1300 von aulen erreichbare Netzsicherung fehlt nicht. Die kombinierte
R SO Schlauchleitung zum HeiBluftgerit ist auf beiden Seiten mit einem
= s Knickschutz versehen. Der Tischhalter ist schwer und leitet die ent-
stehende Warme des Luftstroms beim Abkiihlen gut ab. Auch er hat

wdrmeisolierende und rutschfeste GummifiiRe.

Ein Blick in das Gerdat (Bild 6) zeigt einen dicht gedrangten Auf-
bau, der allen Qualitdtspriifungen standhalt. Die eingebaute Luftfor-
Bild 5: Auf der Riickseite findet sich neben dem Netzanschluss mit derungspumpe ist zwar deutlich vernehmlich, aber sie brummt nicht
Sicherung und Netz;chalter auch die Potentialausgleichsbuchse fiir unangenehm—angestrengt, wie man es von manch anderer HeiBluft-
ESD-gerechtes Arbeiten. . . . "

station kennt. Es dominiert das Luftstromungsgerdusch.

Die HeiBBluftstation wird mit drei verschiedenen Luftdiisen gelie-
fert, mit denen sich unterschiedliche Aufgaben l6sen lassen. Spezi-
elle Aufsdtze wie allseitig wirkende Luftdiisen fiir groRere Chips sind
zwar nicht dabei, aber diese werden auch nur selten benétigt. In
den folgenden Praxisbeispielen zeigen wir, dass man auch vielpolige
Chips gut mit den mitgelieferten Diisen behandeln kann.

Im Lieferumfang (siehe Bild 1) befinden sich fiinf Pinzetten mit
unterschiedlichen Spitzenformen, die das Platzieren bzw. Befdrdern
von SMD-Bauteilen einfach machen. Eine Montagehilfe fiir ICs mit
zwei Einsdtzen hilft schlielich beim Positionieren und Entnehmen
von ICs.

Als erster Gehversuch empfiehlt es sich, sowohl das Entloten als
auch das Loten auf alten, defekten Platinen zu trainieren. Das Ver-
6ten kann man auch auf Resten von Lotpad-Universalplatinen mit
zuvor ausgeldteten Bauteilen {iben, Bild 7 zeigt exemplarisch eine
erste Ubung.

Die HLS-1300 in der Praxis — Entloten

Einige Grundsdtze vorweg: Man sollte niemals mit der HeiRliiftdiise
direkt auf Bauteile, Bauteilanschliisse oder Platinen aufsetzen, denn
dabei erfolgt eine enorme Warmemengeniibertragung, die die Bau-
teile beschddigen kann.

Bild 6: Fin Blick ins Innere zeigt den zwar gedringten, aber sauberen An dieser Stelle auch nochmals der Hinweis auf die Datenblatter
Aufbau ohne Sicherheitsmdngel. der behandelten Bauteile.

Stellt man die HeiBBluft-Temperatur so ein, dass sie gerade das Lot
[T

sicher und schnell schmilzt, ist dies ausreichend. Auf keinen Fall soll-
te man langer an einem Bauteil ,herumbraten”, dies bedeutet fast
immer den thermischen ,Tod” des Bauteils. In schwierigen Fallen
legt man lieber einige Abkiihlpausen ein. Die Abkiihlung sollte auf
natiirliche Weise erfolgen, der Einsatz von Hilfsmitteln wie Kalte-
spray kann zu Materialschdden fiihren.

Uberhaupt sind Ruhe und bedachtes Handeln die Grundsitze beim
Umgang mit dem HeiRluftgerdt. Ein Tipp noch zur Schonung von tem-
peraturempfindlichen und nahe an der Auslotstelle liegenden Teilen
wie z. B. Kunststoffkorper von Steckerleisten: Hier kann man z. B.
das im 3D-Druck als Haftvermittler gern eingesetzte Kaptonband be-
nutzen, das Warme bis fast 200 °C vertragt und reflektiert und so die
umliegenden Bauteile schiitzt.

Das Entloten ist vergleichsweise einfach. Hier fiihrt man die Luft-
diise, die man entsprechend der BauteilgroRe bzw. Anzahl gleichzei-
tig zu erwdrmender Anschliisse wahlt, auf einige Millimeter (je nach
Bauteil und LotstellengroRe 3-10 mm) an das Bauteil heran und er-
warmt so dessen Anschliisse bzw. die Lotpads gleichzeitig. Dabei ist
es wichtig, standig die Diise zu bewegen. Bei einer gréfReren Anzahl
L . i G 1 mit ausgeldteten,  von Anschliissen, z. B. einem IC, erwdrmt man die Anschlussreihe
defekten Bauteilen auf einer Universalplatine stattfinden. Hier sind durch mehrmaliges Entlangfiihren des Luftstrahls iiber die Anschluss-

auch einige der bendtigten Materialien, feines Lotzinn, Entlétlitze und . . i . .
Flussmittel zu sehen. reihe. Nach wenigen Sekunden beginnt das Lot zu flieBen, dies er-
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kennt man auch an einem Farbwechsel. Zum Abheben bedient man sich
einer passenden Pinzette (Bild 8) aus dem mitgelieferten Sortiment,
wobei diese nicht zu lang im Luftstrahl liegen darf, da sie sich ebenfalls
erwdrmt. Auf keinen Fall sollte man beim Abheben Kraft anwenden,
da sonst Lotflachen von der Platine abgerissen werden kdnnen - bei
mehrlagigen Platinen sind diese dann meist unbrauchbar. Uberhaupt:
Mehrlagige Platinen sollten vor dem Entloten in der betroffenen Region
vorgeheizt werden, aber nur, wenn sich auf der Gegenseite keine Bautei-
le befinden. Durch das Vorheizen sinkt das Risiko der Beschadigung von
Lotflachen bzw. Durchfiihrungen beim Entléten.

SchlieBlich reinigt man den Bestiickungsplatz von Lotmittelriick-
stdnden, etwa von iiberschiissigem Lotzinn mit Entlotlitze (Bild 9), be-
vor man ein neues Bauteil bestiickt.

Loten mit HeiBluft
Das Loten mit Heilluft ist eigentlich unkompliziert, solange man die
notige Vorsicht walten ldsst und in Ruhe arbeitet.

Noch einmal kurz zum Vorheizen der Platine: Dies ist bei Multilayer-
Platinen ein Muss und insbesondere bei Platinen, bei denen auf grolRen
Flachen wie Masseflachen zu l6ten ist, eine wirkungsvolle Hilfe, um die
Lotzeiten sicher einhalten zu konnen. Ziel ist dabei, eine gleichmaRige
Temperaturverteilung auf der Platine zu erhalten. Hier bedient man sich
je nach Voraussetzung eines Back- oder Pizzaofens, eines HeiBRluftfons
oder einer Infrarotheizung. Dieser Prozess muss genau temperaturkon-
trolliert ablaufen, um die Platine nicht zu stark zu erwdrmen und das
anschlieRend aufgetragene Lot nicht vorzeitig zum FlieRen zu bringen.
Aufheizen auf 175-190 °C (messen, z. B. mit IR-Thermometer!) geniigt,
die Leiterbahnen insbesondere bei Mehrlagenplatinen halten die Warme
recht lange.

Das Verloten kann mit unterschiedlichen Mitteln erfolgen. Erstes Mit-
tel der Wahl ist SMD-Lotpaste. Diese ist perfekt auf das Reflowldten
eingestellt und verspricht das sicherste Ergebnis.

Dass iibrigens eine neue oder langer gelagerte Platine blank gerei-
nigt sein sollte, versteht sich sicher von selbst - jede Korrosionsschicht
behindert das Loten und fiihrt zu Fehlern.

SchlieBlich noch der Tipp zum Verloten von temperaturempfindlichen
Bauteilen wie z. B. SMD-Steckerleisten. Entweder versucht man, diese
mit einer feinen Lotspitze auf traditionelle Weise zu verldten, oder man
deckt wieder den Kunststoffkorper mit Kaptonfolie ab. Auch ein tempo-
rares Abhalten der Warme etwa durch auf der Riickseite beschichtetes
Aluminiumband, wie man es im Heimwerkerbereich findet, kann hier
helfen.

Loten mit Lotpaste

Fiir das Auftragen der Lotpaste sind zwei Methoden iiblich: zum einen
das direkte Auftragen mit einer Dosierspritze auf die Lotpads, zum an-
deren das Auftragen mithilfe einer Lotpastenmaske, des sogenannten
Stencils.

Bei der ersten Methode trdgt man - sauber dosiert - die zuvor gut
durchgemischte Lotpaste (siehe Anleitung des jeweiligen Herstellers)
Pad fiir Pad auf, wie es in Bild 10 gezeigt ist.

Je nach Lotpastenkonsistenz kann man z. B. bei IC-Anschlussreihen
(aber nur solchen, die man spdter sehen, also kontrollieren kann) auch
die gesamte Reihe in einem Zug benetzen, beim spéteren Verloten zieht
sich das Lot dann von allein durch die Oberflaichenspannung an die
Bauteilpins heran.

Bei der zweiten Methode bedient man sich einer Lotpastenschablo-
ne, eines Stencils. Diesen gibt es bei vielen Leiterplattenherstellern
gratis dazu, wenn man eine Platine fertigen ldsst. Das extrem diinne
Blech wird genau passend auf die Platine gelegt bzw. auf dieser fi-
xiert. Beim spdteren Auftragen der Lotpaste darf der Stencil keines-
falls verrutschen. Dann wird mit einem Rakel die gut durchgemischte
Lotpaste aufgetragen, sodass alle Locher des Stencils komplett gefiillt
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Pinzette vorsichtig von der Platine gehoben.

d 8: Das mit Heifluft geldste Bauteil wird mit einer passenden
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Bild 9: Fiir eine erneute Bestiickung entfernt man mit Entlétlitze
das liberschiissige Lotzinn und reinigt den Bestiickungsplatz.
Rechts ist der Zustand nach dem Entloten zu sehen, links ist der
Létplatz auf den oberen Pads noch nicht gereinigt, unten sind

bereits gereinigte Pads zu sehen.
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Bild 10: Mit einer Dosierspitze wird das SMD-Lot Pad fiir Pad

aufgetragen.
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sind (Bild 11 zeigt einen solchen gefiillten Stencil aus einem friiheren
Artikel zum Infrarot-Reflowldten). AnschlieRend hebt man den Stencil
ohne Verrutschen ab und kontrolliert das Ergebnis. Ist etwas verrutscht
oder unsauber aufgetragen, lohnt es sich mitunter, die gesamte Platine
von der Lotpaste zu befreien, zu sdubern und das Auftragen nochmals
auszufiihren - dies ist die sauberste Losung.

Der Ablauf setzt sich fort mit dem vorsichtigen Aufsetzen des Bau-
teils mithilfe einer passenden Pinzette, einer der mitgelieferten Monta-
gehilfen oder, bei quadratischen ICs niitzlich, mit einer Vakuumpinzette
(Bild 12).

Positioniert man das Bauteil exakt, hdlt es sich von selbst auf der
Paste. Dann heizt man es kurz mit einem Abstand von 5 bis 10 mm von
Luftdiise zu Bauteil auf. Danach geht man mit der Diise dichter an das
Bild 11: Bequemer und exakter ist.das Auftragen der Ld‘t'paste m',-t Bauteil bzw. dessen Anschlussreihe heran und wird kurz danach beob-
einem Stencil. achten, wie die ehemals graue Lotpaste ins Silbrigglanzende umschlagt
und flielt (Bild 13).

In dieser Phase zieht sie sich auch von allein an die Bauteilanschliis-
se heran, auch wenn man dichte Anschlussreihen in einem Zug mit Lot
versehen hat. Hat man das Lot sparsam genug aufgetragen, gibt es kei-
ne Lotbriicken. AuBerdem zieht die Oberflachenspannung des Lots das
Bauteil exakt in seine Position.

!

Loten mit Lotzinn

Insbesondere, wenn man das SMD-Loten nur selten praktiziert, vorver-
zinnte Platinen verwendet oder ein Ersatzteil bestiicken muss, bietet
sich das Loten mit Lotzinn an.

Hier bereitet man die Lotstellen durch Entfernen von iiberschiissigem
Lotzinn und Lotmittelresten und ggf. durch Auftragen von neuem Lot-
zinn auf die Lotpads vor. Hier kann man sparsam vorgehen, nach dem
Auftragen entfernt man iiberschiissiges Lotzinn mit Entlotlitze.

Vor dem Aufsetzen des Bauteils sollte man die Lotflachen noch ein-
mal mit reichlich Flussmittel benetzen, dies regt das vorhandene Lot-
: zinn zum FlieRen an und verhilft dem Bauteil zu einer besseren Haf-
Bild 12: Gropflichigere Bauteile kénnen mit einer Vakuumpinzette tung an seinem Platz, bis es verlotet ist. Entsprechend dgr Bauteilgr.ti%e
prizise platziert werden. sollte man auch die geforderte Luftmenge anpassen. Dies ist fiir einen
erfolgreichen Lotprozess wichtig und verhindert z. B., dass kleine Bau-
teile beim Loten verschoben werden.

Jetzt folgt die gleiche Prozedur wie beim Entloten: Bauteil kurz vor-
warmen, dann Luftdiise dichter heranfiihren und das Lotzinn schmel-
zen, bis es sauber flieRt. Bild 14 zeigt die Arbeitsreihenfolge. Gibt es
dennoch Lotbriicken bei sehr engen Pinreihen, beseitigt man diese mit
Entlotlitze. Diese legt man auf die betroffenen Pins auf und erwdrmt
sie mit einer etwas groRReren Lotspitze. Das zieht iiberfliissiges Lotzinn
ab. In hartndckigen Fallen hilft hier auch die Zugabe von etwas fliissi-
gem Flussmittel auf die Lotstellen, bevor man diese mit der Entlotlitze
behandelt.
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Bild 13: In der VergréfSerung gut zu sehen: Rechts ist die Létpaste
geschmolzen und zerfliefSt auf der Létstelle, links stehen die Pins
noch auf dem Lotpastenauftrag.

Fazit
Mit guter Ausriistung wie der HLS-1300, Sorgfalt und ein wenig Know-

AL DR AR RN S ORI INEEDRLEER  how sind fast alle Aufgaben beim Léten und Entléten von SMD-Bautei-
Sie auf Seite 107 und im ELV Shop mit dem Webcode #10292 len ohne Probleme l6sbar
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Bild 14: Die Phasen des Heifluftlétens mit Létzinn: Links sieht man den vorbereiteten Bestiickungsplatz, in der Mitte ist das Lotzinn aufgetragen (weitere Bear-
beitung siehe Text), rechts ist der bestiickte und per Heifjluft verldtete Baustein zu sehen.
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